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应科院科技项目推介会议程（深圳）
	日期：
时间：
地点：
入场费： 
	二零零八年十月三十一日（星期五）
上午九时至下午五时 
深圳五洲宾馆 
免费


目的
是次会议的目的在于推广及介绍应科院不同的技术项目，征求各界对应科院未来研发计划的意见，并寻求合作的商机。与会人士可藉此推介会与应科院合作定制企业所需求的技术项目。是次会议包括开幕环节及四个并行分会，会题包括通讯技术、企业与消费电子、集成电路设计及材料与构装技术。会议程序包含分组讨论，并有深入交流的一对一业务配对洽谈以达成可行的合作计划。我们亦会以问卷方式征询各界对应科院技术项目和研发计划之宝贵意见。
程序表
	9:00 – 9:30
	登记

	9:30 – 9:45
	开幕词
- 深圳市政府领导 

	9:45 – 10:00
	欢迎词
- 香港特别行政区创新科技署副署长梁松泰先生

	10:00 – 10:15
	应科院概述
- 应科院行政总裁杨雄哲教授

	10:15 – 10:30
	休息茶点

	10:30 – 17:00
	继续四个技术群组并行会议

（详细内容见下页）


四个技术群组并行会议
并行会议(一)：通讯技术群组
	10:30 – 11:00
	通讯技术群组主要技术平台介绍
- 易芝玲博士 应科院通讯技术群组副总裁及研发群组总监 

	11:00 – 11:10
	应科院-清华多媒体广播与通信联合研究实验室与罗德史瓦兹公司DTMB合作发布会

	11:10 – 11:30
	主要技术项目群1：DTMB & 多媒体广播与通信联合研究实验室
讲题：双制式DTMB接收机芯片及参考设计 

主讲：翁中淹博士 (通讯技术群组首席顾问)/李彥剛先生(无线系统资深经理) 

	11:30 – 11:50
	主要技术项目群1：可重置OFDM核心

讲题：多制式单芯片流动电视SoC
主讲：翁中淹博士 (通讯技术群组首席顾问) / 张为民先生 (RFIC设计资深经理)

	11:50 – 12:10
	主要技术项目群1：可重置OFDM核心 
讲题：多制式流动电视基带和多媒体处理器SoC
主讲：翁中淹博士 (通讯技术群组首席顾问) / 周正华先生 (硬件工程总监) 

	12:10 – 12:30
	主要技术项目群3：天线和射频
讲题：射频组装技术 

主讲：柳江平先生 (天线和射频技术研发总监)

	12:30 – 14:00
	午膳安排

	14:00 – 14:20
	主要技术项目群4：医疗/保健装置应用 

讲题：压电陶瓷弹性成像(MRE)驱动器系统及非侵入性无线可携式医疗装置 

主讲：李耕博士 (医疗装置应用研发总监) 

	14:20 – 14:40
	主要技术项目群3：材料及元件微型化

讲题：尖端材料在散热，储能，及记忆体之应用

主讲：徐文泰博士 (材料及元件微型化研发总监) 

	14:40 – 15:00
	主要技术项目群2：实用多天线（MIMO）系统

讲题：TD-LTE终端及家庭基站核心平台
主讲：叶晖博士 (高频率宽带技术研发总监) 

	15:00 – 15:20
	主要技术项目群1：宽带无线系统平台

讲题：宽带无线即时服务平台 

主讲：叶晖博士 (高频率宽带技术研发总监)/ 黃昌銳先生(无线系统经理) 

	15:20 – 15:40
	主要技术项目群1：无线软件技术

讲题：无线网络接入平台 

主讲：欧嘉栋先生 (无线软件技术总监) / 苗家豪先生 (无线软件技术资深经理) 

	15:30 – 15:45
	休息茶点

	15:45 – 16:15 
	讨论、回应及问卷调查 

	16:15 – 17:00
	一对一业务配对洽谈

	17:00
	会议完毕


并行会议(二)：企业与消费电子群组
	10:30 – 11:00
	企业与消费电子群组主要技术平台介绍
- 赵盛章博士 (应科院企业与消费电子群组副总裁及研发群组总监) 

	11:00 – 11:25
	主要技术项目 1：家庭媒体技术
讲题：网络媒体和电视的下一桶金: 面向运营商,企业,和个人的iShare媒体分发平台
主讲：雷志斌博士 (家庭媒体技术总监) 

	11:25 – 11:50
	主要技术项目 2：家庭媒体技术
讲题：交互技术尽在数码家庭: 融合数码电视和网络以提供互动电视服务及下一代遥控的人机交互技术之趋势和机会
主讲：刘远昭博士 (数字家庭技术总监)

	11:50 – 12:15
	主要技术项目 3：普遍服务技术
讲题：智能家居 — 技术发展及应用
主讲：陈国娴博士 (普遍服务技术副总监)

	12:15 – 14:00
	午膳安排

	14:00 – 14:25
	主要技术项目 4：多媒体技术
讲题：系统集成芯片在多标准高清视频编解码器上的应用: 其市场, 商机, 技术, 和解决方案
主讲：高彤军先生 (多媒体技术总监)

	14:25 – 14:50
	主要技术项目 5: 移动多媒体通信技术
讲题：下一代移动社交网络设备和技术
主讲：李少晖先生 (多媒体通讯技术业务拓展总监)

	14:50 – 15:30
	讨论、回应及问卷调查

	15:30 – 15:45
	休息茶点

	15:45 – 17:00 
	一对一业务配对洽谈

	17:00
	会议完毕


并行会议(三)：集成电路设计群组
	10:30 – 11:15 
	集成电路设计群组主要技术平台介绍
- 邝国权先生 (应科院集成电路设计群组手携模拟混合讯号设计副总裁及研发总监)
- 李耀基先生 (应科院集成电路设计群组应用系统芯片设计总监)

	 11:15 – 11:45
	主要技术项目 1：手携模拟混合讯号设计
讲题：模拟设计平台之电源管理/模拟与混合信号处理/高压模拟平台
主讲：邝小飞博士 (手携模拟混合讯号设计高级工程师) 

	11:45 – 12:00

	主要技术项目 2：应用系统芯片设计
讲题：硅IP实现制成 (SII) 之 数字显示芯片技朮平台 
主讲：赵京雄先生 (应用系统芯片设计首席工程师) 

	12:00 – 12:15
 
    
	主要技术项目 3：手携模拟混合讯号设计主要技术项目
讲题：特定工艺技术平台之深亚微米集成电路ESD仿真设计方法
主讲：严北平博士 (集成电路器件模型与工艺集成总监) 

	12:15 – 14:00
	午膳安排

	14:00 – 14:20
	主要技术项目 4：应用系统芯片设计
讲题：纳米应用系统芯片技朮 (NST) 之 65纳米设计平台 
主讲：莫炳灿先生 (应用系统芯片设计首席工程师) 

	14:20 – 14:40
 
	主要技术项目 5：手携模拟混合讯号设计
讲题：特定工艺技术平台之高效率三五族化合物半导体[Si(111)硅衬底]多结太阳能电池(聚光光伏)
主讲：许中奇博士 (手携模拟混合讯号设计化合物半导体材料生长研发总监) 

	14:40 – 15:30 
	讨论、回应及问卷调查 

	15:30 – 15:45
	休息茶点

	15:45 – 17:00
	一对一业务配对洽谈

	17:00
	会议完毕


并行会议(四)：材料与封装技术群组
	10:30 – 10:45

	材料与封装技术群组主要技术平台介绍
- 吴恩柏博士 (应科院材料与封装技术群组副总裁及研发群组总监) 

	10:45 – 11:35

	主要技术项目 1：LED相关技术
a. 显示系统：高动态背光，高动态范围显示，公共信息显示，微型投影仪模块
b. 通用照明：智能MR-16灯泡，天花灯及智能街灯
c. LED元件及封装：薄膜式垂直结构LED晶片；MOEMS扫描微镜，晶圆封装
主讲：蔡振荣博士 (显示系统总监)
      卢明先生 (发光二极管照明资深经理)
      袁述博士 (发光二极管组件总监)

	11:35 – 12:15

	主要技术项目 2：先进封装技术
a. 系统级封装设计（SiP）
b. 汽车电子
c. 高密度高性能的低成本解决方案
d. 三维封装技术
e. 可穿戴式医疗保健电子封装技术
主讲：仲镇华博士 (先进封装技术副总裁及研发总监)
      沈文龙博士 (业务发展经理)
      林志荣博士 (制程研发经理)
      史训清博士 (设计及分析总监)
      梁立慧博士 (电子设计及分析经理)
或

一对一业务配对洽谈（主要技术项目 1）

	12:15 – 14:00
	午膳安排

	14:00 – 14:40

	主要技术项目 3：光电子器件技术
a. 先进相机组件（手机用）
b. 可成批量产微型照相机促动器（Lens-On-Chip）
c. 智能光学感应器及HDMI光纤
d. 太阳能蓄电池
主讲：林小军博士 (光电子器件总监)

      郑国星博士 (光电子器件经理)
      卢明先生 (发光二极管照明资深经理)
      林志荣博士 (制程研发经理)
或

一对一业务配对洽谈（主要技术项目 2）

	14:40 – 15:30 
	讨论、回应及问卷调查

或

一对一业务配对洽谈（主要技术项目1、2或3）

	15:30 – 15:45
	休息茶点

	15:45 – 17:00
	一对一业务配对洽谈（主要技术项目1、2或3）

	17:00
	会议完毕



































应科院科技项目推介会（深圳）

